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１．概要（Summary ）： 
 企業の秘密上、応用デバイスについて今回は伏せて

おくが、我々は弱電用 MEMS デバイスのウェハレベ

ルパッケージへの応用を目指した基板接合技術の開

発を行っている、本研究では、各種表面処理方法及び

荷重等の接合条件と接合状態の関係性を評価し、

MEMS デバイスの基板接合に適した接合方法の方向

性を示すことを目的としてる。 
対象ウエハーの大きさは 4 インチで、200℃以下の

低温接合を目指している。 
 この目的に対し、適用出来る MEMS デバイスの各種

の接合技術に関していくつか説明して頂き、種々の接

合条件の重要性について相談した。今後、実際のデバ

イスに応用していく予定である。 
 
２．実験（Experimental）： 
なし。 
 
３．結果と考察（Results and Discussion）： 
なし。 
 
４．その他・特記事項（Others）： 
なし。 
 
５．論文・学会発表（Publication/Presentation）： 
なし。 
 
６．関連特許（Patent）： 
なし。 
 


